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1)leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lotstoplack 16 2) 3)
Versatz / displacement Toleranz / tolerance PC board total thickness with conductor paths and solder resist — — g
Fréskant Boh +0 9 2) Toleranz fir Fraskante: 16 £ 0.2
mE?Tegnezgéutoohnggen tolerance for milled edge: 16 £ 0.2
Fraskante zu Leiterbild + 0.9 5) {8:Z;ggéef?grBﬁgggng??Eﬁt?gg g?é'BESIOB): 12 f 8'] Sperrfldche fiir Bauteile (Bauteile kénnen bis an Sperfldchen angrenzen)
milled edge to conductive pattern P R s blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces) ]
Ritzkante zu Bohrungen £ 03 4) Toleranz fir Ritzkante: 43 + 0.3
score edge to holes ' tolerance for score edge: 43 £ 0.9 - — —
Boh £ 01 5) Toleranz fiir Bohrungsabstand: 43 £ 0.1
hglggngen tolerance for hole pitch: 43 £ 0.1
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holes to conductive pattern remaining component height max. T.omm o PC board STMHW320
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